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Vicor，30多年的电源创新之路:  
 
专注于提供简易、快速、具有成本优势的电源系统设计方法 
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Vicor 

› Vicor（纳斯达克：VICR）专业于电源，只提供
电源产品 （POWER）  
– 2013年1月，Vicor中国区总部——怀格贸易（上海）有限公司正式成立 

 

› Vicor 立足于创新： 

– 拥有超过130个电源专利 

– 15%的销售额投入到研发 

 

› 在美国拥有世界级品质的工厂，所有产品在美
国研发设计、生产 

 

› Vicor 提供给客户拥有竞争优势的产品与解决方
案 

 

› Vicor 让您的产品与众不多，实现差异化 
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通过创新提高产品性能 

通信/计算 

›>2,500 W/in3 的 HVDC 解决方案 

› IBC 产品拥有98 %以上效率 

›最小、最有效的 48 V 直接到处理
器/内存（VR13.0，DDR4） 

›完整的 LTE pico-cell（维微蜂窝
基站）电源 

混合动力汽车 

›更小、更轻的 HV、48 V、
12 V 辅助电源 

›双向传动系统 

›能量回收系统 

国防/航空航天 

›MIL-COTS 行业领导者 

›陆、海、空：实战验证 

› 8–10 倍更小更轻的机载电源 

›功率元件和完整的解决方案 

工业 

›HVDC 的先驱和领导者 

– 380 V 基础设施 

– 能量存储 

– 600/800 V 混合推土机 

›铁路行业领导者 

›测试与测量成本领导者 

›通过恶劣环境的现场验证  
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30+ 多年的电源创新，源源不断 
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Vicor 电源技术 
 

专有 的ZVS 及 ZCS 转换器拓扑结构 

› 正弦振幅转换器（SAC） 

› ZVS 升降压稳压器 

› 双箝位 ZVS 转换器 

› 自适应单元 

系统级封装（SiP）LGA 模块 

› 模铸SiP尺寸： 10 x 14、10 x 10、7 x 8 mm  

› 所有 Cool-Power ZVS 稳压器均为标准封装 

VI Chip 

› 模铸 3D 表面贴装和通孔封装 

› 全 Chip 32.5 x 22 x 6.73 mm 

› 半 Chip：22 x 16.5 x 6.73 mm 

转换器级封装（ChiP）产品 

› 模铸 3D 电源传送电路、封装和冷却 

› 从 0.06  x 23 mm（4.7 mm 高度）到 61 x 23 mm（7.7 mm） 

VIA 

› 采用 ChiP 封装的完整、经认证的 AC-DC 和 DC-DC 解决方案 

› 良好的散热性能 

› 最高功率密度系统解决方案 
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612 462 362 222 132 6123 4623 3623 2223 1323 

ChiP（器件级封装转换器）  

› 在 HDIC 基板上/下集成元件并灌注成型磁芯 

› 从板上锯下 ChiP 展露在横向互连终端 

› 可扩展技术可实现电源转换器密度和效率的更高水平 

› 组合 
– 隔离母线转换（BCM®） 

– DC-DC 转换（DCM®） 

– 降压、升压和升降压稳压（PRM®） 

– PoL 电流倍增（VTM®） 

– 0623 到 6123，可扩展 

– 高达 180 A，430 V，1.8 kW或者更高 

› 性能 
– 高达 850 W/in2，3000 W/in3 功率密度 

– 高达 98% 效率 

› 价格 

– 低至 <0.10 美元/W  

初始 ChiP 封装 

6123 BCM 母线转换器 
1,750 W，98% 效率 

1323 VTM 电流倍增器 ChiP 
24X ，高达180 A，96.5% 峰值 48 V 至 

2 V 

（4.7 mm） 

高度 

（7.7 mm） 

高度 
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Vicor VIA 

› 基于 ChiP 的 VIA 封装 

› 用业界领先的前端解决方案扩展 Vicor 的功率元件方法 

› 支持所有 Vicor 拓扑结构 
– SAC、ZVS BB、双箝位 ZVS 

– AC-DC 和 DC-DC 

– 隔离/非隔离 

– 稳压/非稳压（固定比率） 

› 内置滤波、浪涌保护、控制、 I2C 接口等。 
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Vicor 产品索引 

DC-DC 

› 隔离、稳压 

› 隔离、非稳压 

› 降压  

› 升降压 

› 滤波器 

› 电源系统 

 

AC-DC 

› PFC 模块  

› 电源模块 

 

电源路径管理 
› 负载开关、有源 Oring、热插拔 
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VIA   
 

“Vicor Integrated Adaptor” 平台 
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VIA = “Vicor Integrated Adaptor” 平台 

›具备散热性能的电源元件 

›支持 Vicor 的所有的拓扑架构 
– SAC, ZVS-BB, DC-ZVS 

– 可以容纳 ChiP 和 Picor SIP 封装 

– 足够的空间，内置 EMI, TVS, 控制, I2C 接口等 

›  “简便易用” 的设计理念 

›卓越的定制化服务 
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VIA DCM 概述 

›采用 ChiP DCM技术， VIA DCM是一个隔离的DC-
DC电源转换系统，提供高效率、高功率密度、易
于使用的封装和简单的散热设计管理。 

›极薄的厚度，仅0.37 in/9.4 mm ，适合对高度有
限制的应用 

›峰值功率高达 600 W 

›效率超过 94% 

›两种版本供选择，Chassis 或者 PCB mounting  

›符合所有的环境论证 

›内置集成了 EMI 滤波 
– 若需要达到class B规范，需要其他的外部元器件。 

PCB Mount 

Chassis Mount 
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›简单的散热设计管理 
– 双面散热，事半功倍 

›后续更多产品即将面世 
– 两种初始尺寸 

 3714 (3.7 x 1.4 in) – 高达 600 W (peak) ，内置300 Vin 标称产品 
(4623 DCM) 

 3414 (3.4 x 1.4 in) – 高达 320 W (peak) ，内置28 Vin 标称产品 
(3623 DCM) 

– 2914 (2.9 x 1.4 in, 160W 2223 DCM) 在规划设计中 

 24 Vin / 110V （宽范围43-154 Vin ）输入电压 

›可通过模拟控制接口，由本地或远程来实现
±0.5% 调节(2015 10月14日已上市） 

VIA DCM 概述 
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VIA PFM 

›内部采用 ChiP PFM 

›隔离的 AC-DC 转换器 

›全球通用电压输入: 85 – 264 Vac 

›主动式 PFC (Power Factor Correction 功率因素校正) 

›内置集成了 EMI 滤波器, 瞬态保护，浪涌电流限制 

›输出: 24 或 48 Vdc – 隔离、半稳压  

›功率: 400W – 在整个输入电压范围内 

›AIM: 整流器模块 (2015 Oct) 
                                                                                                               

AIM 

VIA PFM 
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AC 前端组件：”4914” 和 ”4414” VIA PFM  

PCB Mount 

Chassis Mount 

 

› 输出: 24 或 48 VDC – 隔离、半稳压 

› 功率密度: 127W/in³ 

› 峰值效率: 24 V = 92%, 48 V = 93% 

› 提供两种安装版本：Chassis mount 或 PCB mount  

› 125 x 36 x 9.4 mm (极薄的尺寸) 封装 

› 内置 两级 EMI 滤波 

› 符合“C-Grade” (-20°C to 100°C) 或 “T-Grade” (-40°C to 100°C) 

› PFM4914VB6M24D0C00  

› PFM4414VB6M24D0C00   

› PFM4914VB6M48D0C00   

› PFM4414VB6M48D0C00  
(48 VOUT)  

(24 VOUT) 
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电源链 Option for cap to be 
on FE chassis or POL 
PCB 

›通常而言, VIA PFM 是一个AC前端，最常用于驱动
PoL 设备装置来实现多路输出 

› 24 或 48V 总线架构 

›可以单路或者多路输出 (最高达 400W) 

›所有的应用都是类似的基本电源链 
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VIA PFM 价值优势 

› VIA PFMs 是市面上最轻薄的实现 400 W 功率的 AC-DC 转换器 

› 基于功率元件的 Chassis 或 PCB mount 两种版本，提供最大的设计灵活性 

› 内部集成了滤波器以及创新的双面散热设计，使 VIA PFM 易于使用。 

办公室设备 

过程控制 

LED 投影机 

Small Cell 小基站 测试测量 工业系统 
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典型的应用电路 (24V) 

›若要满足 Class-B EMI 规范，需要额外的电源滤波器 

›需要外置的整流桥先实现 AC 到 DC  

›AIM 已经在研发中, 计划 2015 Q4 上市 
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› 数据表里有谐波数据和功率因素曲线。 

› 在数据表中，展示一个用三块VIA FPM的应用（ Class A 限制乘以1/3），它仍满足AC 线
路电缆后端的要求。 

› 产品满足 Class A 和 Class B 的要求 

 

 

 

VIA-PFM – 功率因素 (PFC) 和 谐波 
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›  PFM 有一个计时器来实现150%限流，并可处理大电容的启动和信号丢失充电。 

无需 PTC 或 NTC 装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA PFM – 输入浪涌电流限制 
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› 通过 VIA 的双面外壳简化散热的配置 

 

› PDISS 和热阻参数可从数据表中增添 
 

› RHOU - 0.15 K/W 显示了 VIA 外壳如何有效地将
热从顶部传输到底部。 

VIA PFM 散热设计管理 

数据表中的估值下调曲线展示了一个简化的版本。在这个图中，散热器是一个倒塌的热阻，
散热器的温度决定了降额要求。 

1.04 K/W 

1.83 K/W 

0.15 K/W 
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VIA BCM 

›内部采用 ChiP BCM 

›隔离, 固定比率 DC-DC 转换器 

›第一个产品: BCM4914VD1E5135x02 已经面世 

–  384V 48V/1750W 

›效率高达 97.6% 

›内置 EMI 滤波器 和 PMBus 接口 

›并联设计非常简单，可实现多路 kW级系统 

›更多型号即将面世 

›与ChiP 或 VI-ChiP BCM 产品的应用类似 
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BCM® 典型应用 



23 

采用功率元件设计方法实例 

Rectified AC 

85 – 264 V 

HVDC 

260 – 400 V 

HVDC 

160 – 420 V 

+5 V, 20 A 

-5 V, 20 A 

+0.9 V, 200 A 

+15 V, 3.3 A 

+5 V, 15 A 

+3.3 V, 15 A 

+1 V, 15 A 

VF 

VF 

12 V 

48 V 
VIA PFM 

VIA DCM +12 V, 25 A 

Vicor 功率元件设计方法 

优化的模块化系统构建块 

› 隔离、非隔离 

› AC 输入、DC 输入 

› 稳压、非稳压 

› 高压、低压 

这些模块有助于设计实现： 

› 领先优势 

– 高效率 

– 小尺寸 

› 灵活、可扩展 

› 率先进入市场，具有成本效益 

一种通过IC方法构建的高集成电源系统 

› 从 25 W 到超过 1,000 W 的集成电源模块 

› 输入电压从 8 V 到超过 420 V（每个模块） 

电源设计的最佳方法 
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Vicor 功率元件：前端模块 

DCM 隔离 DC-DC 转换器 
› 300 V 和 28 VIN 标称 

› VOUT = 48、28、24、13.8、12 和 5 V 

›功率 = 高达 600 W 每个模块 

 

 

 

 

 

 

BCM 隔离固定比率 
DC-DC 转换器 
› 400、380、350、270、48 VIN 标称 

› VOUT = 3 至 50 V 

› 功率 =每个模块高达 1.75 kW 

VI Brick AC 前端 
› 85 至 264 VAC-IN 

› VOUT = 48 V 

›功率 = 330 W 

 

 

 

 

 

 

VIA PFM 
› 85 至 264 VAC-IN 

› VOUT = 24 V，48 V 

›功率 = 400 W 
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负载点解决方案 

Cool-Power ZVS 降压稳压器  
› 最佳密度和效率 

› 12 V、24 V 和 48 VIN 标称降压稳压器 

› LGA 和 ChiP 封装 

 

Cool-Power ZVS 降压-升压稳压器 
› 超过 98% 效率 

› 24 V 和 48 VIN 标称降压-降压稳压器 

› 通用和 VTM 兼容版本 

› LGA 和 ChiP 封装 

 

VI Chip PRM ZVS 降压-升压稳压器 
› 稳压、非隔离降压-升压操作 

› 24、28、36、48 VIN 

› 高达 98% 效率 

› 高达 250/600 W（可并联），采用半/全  

VI Chip 封装 

 

VI Chip VTM ZVS/ZCS 电流倍增器 
› 针对高电流输送的固定比率解决方案  

› 适用于完全稳压 DC-DC 转换器 

的 PRM 和 ZVS 降压-升压产品 

› VI Chip 和 ChiP 封装 

Cool-Power 隔离转换器 
› 稳压、隔离 DC-DC 转换 

› 高性能 DC ZVS 转换器 

› 24 V、28 V、36 V、宽48 VIN  

› 最佳密度和效率 

 

VI Chip DCM DC-DC 转换器 
› 稳压、隔离 DC-DC 转换 

› 高达 94% 效率 

› 高达 1,200 W/in3 

› 范围 16 – 420 VIN 高达 600 W 

 

VI Chip BCM 母线转换器 
› 非稳压、隔离母线转换器模块 

› 48 VIN 、 3 – 48 VOUT 、高达 300 W（全）、 

  120 W（半） 

› 高达 96% 

› 还有针对前端系统的 380/400 VIN 版本 
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Any Question? 

Vicor 中国区技术支持中心 
 

欢迎垂询！ 
 

热线支持： 400-1015482 

 

 


